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Odkaz na produkt https://pajtech.cz/ag-copper-teplovodiv-pasta-na-bzi-mdi-1-5-ml-p-1891.html

AG Copper Teplovodiva pasta na
bazi médi 1,5 ml

g Vcetné DPH 81 K¢
% gy Bez DPH 67 K&
h Dostupnost Skladem
Dostupnost na skladé 6 ks.
Dodaci Ihaty: od 24 hodin
Katalogové Cislo 00015868

Popis produktu

AG méd je teplovodiva pasta bez zapachu. Vyrobeno na bazi médi, je uréeno k vyplnéni spoji mezi procesorem a chladi¢cem
za Ucelem zlepSeni chlazeni. AG médéna pasta neni vhodny pro hlinikové chladi¢e a neni elektricky vodivy. Skladujte jej na
dobre vétraném, chladném a suchém misté. Kdyz se nadoby nepouzivaji, mély by byt tésné uzavreny a chranény pred
slune¢nim zarenim.

Specifikace:

¢ Tepelna vodivost: ~ 3,1 W/mK.
e Balik: 1,5 ml

Aplikace:

¢ plnici spoje procesor - chladi¢
¢ neni vhodny pro hlinikové chladi¢e, nevede elektrinu.
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